
 

P.1                                                                                                                                                             

黃昆平 個人履歷表 

*現職：工業技術研究院  機械與機電系統研究所   低碳熱能應用技術部經理                                                
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國別 學校名稱 系所 學位 起迄年月(西元) 
中華民國 國立交通大學 材料科學工程 博士 1997/09 ~ 2004/06 

中華民國 國立中興大學 材料工程 碩士 1995/09 ~ 1997/06 
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服務機關 服務部門 職稱 起迄年月(西元) 
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*專長：半導體材料、材料分析、石墨烯儲能、微波加熱 
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獲獎事蹟：2013 工研院傑出研究銅牌獎(高品質石墨烯粉末製造技術研究)、

2017 R&D 100 Award(半導體微波退火技術)、2021 工研院傑出研究金牌獎(相

控陣列變頻微波技術開發) 
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